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	最高學歷：國立成功大學機械工程博士

	研究領域：機械製圖、可程式控制、機械材料、無鉛銲接、機電整合

	   學術榮譽 

	1. ACA國際認證IC3考試及格(2009)
2. Adobe Certified Expert in Photoshop CS5考試及格(2011)
3. 機電整合乙級、丙級術科測試監評人員資格培訓及格(2014)、(2017)

	   獲獎

	1. 第23屆環保節能車大賽車輛製作組佳作(2015)

2. 國立高雄海洋科技大學2013全國學生自製船模大賽綠能船舶組優選、評審組

3. 高雄市政府102年度全民國防教育自力環保造筏飆英雄社會公開組第一名、創意造型組第三名

4. 高雄市政府101年度全民國防教育自力環保造筏飆英雄企業機關團體組第三名
5. 第17、18屆環保節能車大賽油電混合車組第一名(2009、2010)
6. 2010大葉盃全國太陽能模型船實作競賽競速第三名(大專組)(2010)
7. 第十一屆全國院校工程趣味競賽創意獎入選(2011)
8. 第十屆全國院校工程趣味競賽創意獎佳作(2010)

	　期刊論文

	1. Keh-moh Lin , Yang-Hsien Lee , Wen-Yeong Huang, Guan-ting Chen, Yi-Wen Kuo, Li-Kuo Wang , Sian-Yi Yang, “Detection of soldering induced damages on crystalline silicon solar modules fabricated by hot-air soldering method,” Renewable Energy 83 (2015) 749-758

2. 黃文勇，"Sn-Ag-Sb-Cu無鉛銲點附著強度與應變率敏感度的研究"，南台學報，第35卷第3期，2010年12月，pp. 1~38。

3. Hwa-Teng Lee and Wen-Yeong Huang, “Effects of Thermal Storage and Cu Addition on Adhesive Strength and Microstructure of Sn-3.0 mass% Ag-1.5 mass% Sb-xCu Solder Joints,” Materials Transactions, Vol.50, No.04, (2009), pp.899-908.
4. 黃文勇, “The Effects of Aging and Strain Rate on mechanical property of Sn-Ag-Sb-Cu Solder joints,” 南台科技大學學報, 第32期, pp.111-118, 2007
5. H. T. Lee, W. Y. Huang, and Y. F. Chen,“Influence of Cu Addition on Intermetallic Compound Formation and Microstructure of Sn-3wt%Ag-1.5wt%Sb-xCu Solder Joints,” Science and Technology of Welding and Joining, 2007

	　研討會論文

	1. Keh-Moh Lin*, Wen-Yeong Huang, Yang-Hsien Lee, Ching-Tsun Hsieh, Yong-Ruei Cheng†, Sin-Wei Wu,“AUTOMATIC COLORIZATION OF ELECTROLUMINESCENCE IMAGES OFMULTICRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS BY USING BLOCK ALGORITHM,” 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY Tainan City, TAIWAN, October 17-18, 2014

2. Keh-Moh Lin, Ching-Tsun Hsieh, Wen-Yeong Huang, Yang-Hsien Lee, Chih-kai Hsu , Sin-Wei Wu, Sin-Bo Wang,“INFLUENCE OF SUBSTARTE MATERIALS ON RESIDUAL STRESS OF ZNO:AL THIN FILMS BY USING SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY METHOD,” 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY Tainan City, TAIWAN, October 17-18, 2014

3. Keh-moh Lin, Ching-Tsun Hsieh, Wen-Yeong Huang, Yang-Hsien Lee, Chih-kai Hsu, “Spectroscopic Ellipsometry Study on Strain Evolution of Transparent Conductive Thin Films Prepared by RF Sputtering Method,” AMDP 2014 7th International Conference on Advanced Materials Development & Performance

4. Yang-Hsien Lee, Wen-Yeong Huang, Chuan-Wei Hsu, Keh-moh Lin, “Comparative study of wettability of solders on copper and silver pastes,” The 12th International Symposium on Advanced Technology, Tainan, Taiwan, Nov. 13-15, 2013

5. Wen-Yeong Huang, Yang-Hsien Lee, Chih-kai Hsu, Keh-moh Lin, “Spectroscopic ellipsometry study on strain evolution of ZnO:Al thin films by using RF magnetron sputtering method,” The 12th International Symposium on Advanced Technology, Tainan, Taiwan, Nov. 13-15, 2013

6. 林克默、黃文勇、李洋憲、楊顯奕、陳冠廷，“以EL 技術探討熱風式焊接之多晶矽太陽能模組之微裂縫成長行為”2011 兩岸綠色暨防災科技學術研討會 屏東科技大學/北京科技大學第六屆學術交流研討會 2011 年 10 月 12 日 屏東科技大學 台灣、屏東 論文編號：B17

7. 黃文勇、林克默、李洋憲、郭怡彣、陳立偉、陳建斌、吳振誠、黃明遠、劉得誌、陳奕嘉，“應用電致螢光技術檢測太陽能模組之功率衰退模式” 2011 兩岸綠色暨防災科技學術研討會 屏東科技大學/北京科技大學第六屆學術交流研討會 2011 年 10 月 12 日 屏東科技大學 台灣、屏東 論文編號：B16

8. Y. H. Lee, W. Y. Huang, K. M. Lin, S.Y. Lin, “INTERFACIAL REACTION IN THE SN-AG-XSWCNTS COMPOSITE SOLDER/CU JOINTS,” 2011 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY, Tainan, TAIWAN, 18-19 November 2011

9. Y. H. Lee, K. M. Lin, W. Y. Huang, C. W. Tu, C. P. Chen, Z. C. Wu, M. Y. Huang, D. C.Liu, Y.C. Chen, “THE INFLUENCES OF SOLDERING TEMPERATURE ON THE WETTABILITY AND SHEAR STRENGTH OF PB-FREE AND PBBASED SOLDERS ON SOLDER CELLS,” 2011 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY, Tainan, TAIWAN, 18-19 November 2011
10. 黃文勇、蕭瑞陽，“應變率對Sn-Ag-Sb-Cu無鉛銲點附著強度的影響”， 中華民國第十五屆車輛工程學術研討會， 南台科技大學機械工程系，台灣台南， 2010年11月26日，D04。
11. 黃文勇、林克默、蕭瑞陽、陳立偉、郭怡彣，“Sn-Ag-Cu 無鉛銲料對太陽能電池模組可用性的影響”， 中華民國第十五屆車輛工程學術研討會， 南台科技大學機械工程系，台灣台南， 2010年11月26日，D05。
12. W. Y. Huang, L. W. Chen, J. Y. Hsiao, K. Lin, “Effects of Sn-Ag-Cu Lead-free Solder on the Stability of Solar Cell Modules,” Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bali, February 9-10, 2010.
13. L.W. Chen, C.Z. Liu, C.N. Chang, W.Y. Huang, K. Lin, “Study on Lead-free Soldering Technique for Crystalline Silicon Solar Cells,” 2009 International Symposium on Nano Science and Technology, Tainan, TAIWAN, November 20-21, 2009.
14. 黃文勇，“熱儲存與銅含量對Sn-3wt%Ag-1.5wt%Sb-xCu銲點附合強度的影響”, 2008第六屆全國精密製造研討會，台灣，台南，永康，崑山科技大學，A09-23，2008/11/08。
15. 黃文勇：熱儲存與銅含量對Sn-3wt%Ag-1.5wt%Sb-xCu銲點附合強度的影響，2008第六屆全國精密製造研討會，台灣，台南、永康，2008/11/08，A09-23。
16. 李驊登、黃文勇、李洋憲、陳銀發、李佛富, “添加Cu對Sn-Ag-Sb無鉛銲料微觀組織與拉伸強度之影響,” 台灣銲接協會, 台南, 南台科技大學, A120-A125頁, 2007/10

17. 李洋憲、黃文勇、林時宇, “無鉛複合銲錫(Sn-Ag-xNi) 銲點之微結構及拉伸破壞行為之影響,” 台灣銲接協會, 台南, 南台科技大學,  A126-A130頁, 2007/10

18. 李洋憲、李驊登、陳銀發、黃文勇、陳世榮, “Sn-Ag-xNi 銲料與銅基板接合粘結強度變化之研究,” 中國機械工程學會第二十二屆全國學術研討會, 2005
19. 陳銀發、李驊登、陳世榮、黃文勇, “添加Cu對Sn-Ag-Sb無鉛銲料微結構與微硬度之影響,” 中國機械工程學會第二十二屆全國學術研討會, 2005
20. 李驊登、陳明宏、李洋憲、黃文勇,“界面IMC層對Sn-Ag-xSb無鉛銲料銲點破壞行為之影響,” 中華民國第八屆破壞科學研討會論文, 2004
21. 黃文勇, 由壓針實驗探討鉻鉬釩鋼機械性質第七屆全國技職研討會, 101-107, 1992/09

22. 黃文勇, 回火處理對鉻鉬釩鋼機械性質的影響第五屆全國技職研討會, 4074-4085, 1990/09

	　技術報告

	　

	　專利

	　

	　研究計畫

	1. 103~107年度南臺在校生專案機電整合職類丙級技術士技能檢定輔導老師。

2. 106學年度第二學期教育訓練課程－「機電整合技術初級班」課程輔導老師

3. “105-2學期產業自動化人才培訓計畫”產學輔導老師。

4. “104-2學期產業自動化人才培訓計畫”產學輔導老師。

5. “103-2學期產業自動化人才培訓計畫”產學輔導老師。

6. 99年度學界協助中小企業科技關懷計畫，編號: PS099130863，題目: 鍛造用鋁合金生產過程之改善，99.07~ 99.12
7. 國科會98年度產學合作計畫(編號: NSC98-2622-E-218-009-CC3)， "錫銀銅無鉛焊料可靠度及太陽能晶片焊接參數最佳化之探討"，共同主持人(98/07/01-99/06/30).
8. 鼎偉實業社，"微量銅添加對錫-銀-銻-銅無鉛材料機械性質的影響"，產學合作案主持人(99/3/1~99/5/31)
9. 國科會96年度專題研究計畫(編號: NSC96-2221-E-218-027) :新式複合無鉛銲錫之研發及其機械特性之研究, 參與人員, 96.8~97.7

	　服務

	1987/02~ 2010/07
機械系, 南台科大, 教師, 講師
1986/08~ 1987/02
機械系, 吳鳳工專, 教師, 講師
1981/08~ 1984/07
機械系, 南榮工專, 教師, 助教


	　


